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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくと
も一層を印刷法により形成する際に均一な層厚で形成す
ることのできる有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する
。
【解決手段】基板１１と、基板１１の上に形成された複
数の有機ＥＬ素子と、有機ＥＬ素子の二つの電極のうち
基板１１の上に形成された第一電極１２を区画する第一
隔壁２３Ａと、第一隔壁２３Ａの上に形成された第二隔
壁２３Ｂとを備えた有機ＥＬ表示装置において、有機Ｅ
Ｌ素子の発光媒体層１９を構成する少なくとも一層を印
刷法により形成するに際して、第二隔壁２３Ｂの頂部に
凹部が形成されるように第二隔壁２３Ｂを第一隔壁２３
Ａの上に形成した後、有機ＥＬ素子の発光媒体層１９を
構成する少なくとも一層を印刷法により形成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、該基板の上に形成された複数の有機ＥＬ素子と、該有機ＥＬ素子の二つの電極
のうち前記基板の上に形成された第一電極を区画する第一隔壁と、該第一隔壁の上に形成
された第二隔壁とを備え、前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層がラ
イン状である有機ＥＬ表示装置であって、前記第二隔壁の頂部に前記発光媒体層のライン
状の層と平行な凹部が形成されていることを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】
　前記第一隔壁の高さが前記第一電極の厚さよりも大きいことを特徴とする請求項１に記
載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】
　前記第一隔壁の高さが０．３μｍ以上５．０μｍ以下であることを特徴とする請求項１
または２に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】
　前記第一隔壁が無機材料から形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか
一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項５】
　前記第二隔壁の高さが０．３μｍ以上５．０μｍ以下であることを特徴とする請求項１
～４のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項６】
　前記第二隔壁の線幅が前記第一隔壁の線幅よりも狭いことを特徴とする請求項１～５の
いずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項７】
　前記凹部の深さが０．３μｍ以上３．０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～６
のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項８】
　前記凹部の形状が円弧形状であることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載
の有機ＥＬ表示装置。
【請求項９】
　前記第二隔壁が感光性樹脂から形成されていることを特徴とする請求項１～８のいずれ
か一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１０】
　前記第一電極が透明な電極材料から形成されていることを特徴とする請求項１～９のい
ずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１１】
　前記有機ＥＬ素子の二つの電極のうち前記発光媒体層を間に挟んで前記第一電極と対向
する第二電極が透明な電極材料から形成されていることを特徴とする請求項１～１０のい
ずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項１２】
　基板と、該基板の上に形成された複数の有機ＥＬ素子と、該有機ＥＬ素子の二つの電極
のうち前記基板の上に形成された第一電極を区画する第一隔壁と、該第一隔壁の上に形成
された第二隔壁とを備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記第二隔壁の頂部に
凹部が形成されるように前記第二隔壁を前記第一隔壁の上に形成した後、前記有機ＥＬ素
子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷法により形成することを特徴とする有機
ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記第一電極の上に前記第一隔壁を前記第一電極の厚さより大きい高さで形成した後、
前記第二隔壁を前記第一隔壁の上に形成することを特徴とする請求項１２に記載の有機Ｅ
Ｌ表示装置の製造方法。
【請求項１４】



(3) JP 2013-211227 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

　前記第一電極の上に前記第一隔壁を０．３μｍ以上５．０μｍ以下の高さで形成するこ
とを特徴とする請求項１２または１３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記第一隔壁の上に前記第二隔壁を０．３μｍ以上５．０μｍ以下の高さで形成するこ
とを特徴とする請求項１２～１４のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記第二隔壁の線幅を前記第一隔壁の線幅より小さくして前記第一隔壁の上に前記第二
隔壁を形成することを特徴とする請求項１２～１５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示
装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記凹部の深さが０．３μｍ以上３．０μｍ以下となるように前記第二隔壁を前記第一
隔壁の上に形成した後、前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷
法により形成することを特徴とする請求項１２～１６のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表
示装置の製造方法。
【請求項１８】
　前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を湿式成膜法を用いて形成す
ることを特徴とする請求項１２～１７のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示装置として用いられる有機ＥＬ表示装置とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、直流低電圧駆動による高輝度発光が可能な発光素子である有機電界発光素子（以
下、有機ＥＬ素子という）の開発が進められている。有機ＥＬ素子は、対向する二つの電
極と、電極間に設けられた有機材料からなる有機発光層を有する簡便な構造によって構成
されている。この有機ＥＬ素子においては、電極間に電流を流すことによって、有機発光
層内で電荷が再結合し、発光となり、この発光光が光透過性電極から取り出される。
【０００３】
　このような構造を有する有機ＥＬ素子においては、有機発光層の両側に直接両電極が配
置された構造を採用してもよいが、単位電流当たりの輝度或いは単位電力当たりの光束（
以下、発光効率と称す）を増大するために、注入層、輸送層又はブロック層、或いは注入
層、輸送層及びブロック層の各層配置された構造が採用されることが多い。具体的には、
正孔注入層、正孔輸送層又は正孔ブロック層、或いは各層が陽極と発光層との間に設けら
れた構造が挙げられる。或いは、電子注入層、電子輸送層又は電子ブロック層、或いは各
層が陰極と発光層との間に設けられた構造が挙げられる。有機ＥＬ素子においては、両電
極間に挟まれた上記複数層を含む構造体の全体が、発光媒体層と呼ばれている。
【０００４】
　有機ＥＬ素子の種類は、有機発光層に用いられる有機材料に応じて、低分子有機発光材
料を用いた有機ＥＬ素子（以下、低分子有機ＥＬ素子という）と、高分子有機発光材料を
用いた有機ＥＬ素子（以下、高分子有機ＥＬ素子という）とに大別される。
　低分子有機ＥＬ素子の発光媒体層を形成する方法においては、一般的に真空蒸着法等の
ドライコーティング法を用いて薄膜が形成される。このような低分子有機ＥＬ素子を形成
する方法において、発光媒体層のパターニングが必要である場合は、メタルマスク等を用
いて、マスクの開口部に応じたパターンを有する層が形成される。しかしながら、このよ
うなパターニング方法においては、低分子有機発光材料を昇華させるために加熱すること
による、輻射熱によりメタルマスクに熱膨張が発生し、基板の面積が増加するほど、メタ
ルマスク等の部材自体の精度により、所望のパターニング精度を得ることが難しいと問題
がある。
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【０００５】
　高分子有機ＥＬ素子の発光媒体層を形成する方法においては、例えば有機発光材料が溶
剤に溶された塗工液を準備し、ウェットコーティング法を用いて塗工液を基板上に塗布し
、薄膜を形成する方法が試みられている。薄膜を形成するためのウェットコーティング法
としては、スピンコート法、バーコート法、突出コート法、ディップコート法、ノズルプ
リント法、インクジェット法等が知られている。しかしながら、これらのウェットコーテ
ィング法を用いる場合においては、高精細に薄膜をパターニングしたり、ＲＧＢからなる
３色を別々に塗布して薄膜を形成したりすることが難しい。そのため、高分子有機ＥＬ素
子を形成する方法においては、複数の材料を別々に塗布しながらパターニングすることが
可能な印刷法を用いて薄膜を形成することが最も有効であると考えられる。
【０００６】
　さらに、有機ＥＬ素子においては基板としてガラス基板を用いることが多い。このため
、各種印刷法のなかでもグラビア印刷法等のように金属製の印刷版等の硬い版を直接基板
に接触させる方法は、有機ＥＬ素子を形成する方法に適していない。一方、弾性を有する
ゴムブランケットを用いるオフセット印刷法、同じく弾性を有するゴム版、又は感光性樹
脂版を用いる凸版印刷法は、高分子有機ＥＬ素子を形成する方法に適している。実際に、
これらの印刷法による試みとして、オフセット印刷による方法（特許文献１参照）や、凸
版印刷による方法（特許文献２参照）などが提唱されている。
【０００７】
　高精細に薄膜をパターニングする必要がある画像表示装置をウェットコーティング法に
より作製する場合、表示画素を縦横に多数形成し発光させることで画像を表示する。その
ために発光媒体層などを表示画素電極上（以下、画素電極と称す）に選択的に配し、各画
素に独立した有機ＥＬ素子を形成する。その際、材料を各画素に均一に配し、均一に発光
させるため、予め各画素を区画する隔壁を設ける手法が一般的に用いられている。画素電
極は一般的に長方形が用いられる。白表示の画素形状は正方形が望ましいのに対して、フ
ルカラー表示を行うには赤、緑、青色に発光する３種類の有機ＥＬ素子が各画素内に配置
されている必要がある。前記隔壁は画素電極の周辺を区画するように設けられる。
【０００８】
　印刷法により発光媒体層を形成する際に、各画素上の発光媒体層の層厚および層形状を
均一にすることが重要となる。有機ＥＬ素子は上述したように電流注入型発光素子である
ため、画素毎に一定の電流が流れることで均一な発光を得ることが可能となる。一定の電
流を得るためには、画素内の画素電極および対向電極に挟まれた発光媒体層の抵抗を均一
にする必要がある。層厚が不均一な発光媒体層を有する有機ＥＬ素子に電流を流した場合
、層厚の薄い中央部のみが発光し、層厚の厚い隔壁近傍は発光しない。したがって、画素
内の発光媒体層の層厚が均一でない場合、画素領域に対して発光している領域（以下、開
口率と称す）が減少し、発光効率が低下する。
【０００９】
　このように各画素上の発光媒体層の層厚および層形状を均一にするため検討が行われて
いる。例えば、隔壁側面にインキが濡れ上がるよって層厚が厚くなる領域を少なくするた
めに、隔壁四隅にスペースを設けることにより層厚を均一化させる方法（特許文献３参照
）や、有機発光媒体材料を溶かす溶媒の種類を少なくとも２種類以上混合させることによ
り、印刷後の乾燥状況を制御する方法（特許文献４参照）、表示領域外周部と表示領域中
心部との乾燥速度に起因する層厚の不均一性を改善するため、外周部にも印刷を行う方法
（特許文献５参照）などである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－９３６６８号公報
【特許文献２】特開２００１－１５５８５８号公報
【特許文献３】特許第４８１５７６１号公報
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【特許文献４】特許第４６１６５９６号公報
【特許文献５】特開２００２－２２２６９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、特許文献３に記載されたような方法で表示画素部分の領域を広げると、
有機ＥＬ表示装置の高精細化や大型化への妨げとなり得る。また、特許文献４に記載され
たような方法では有機溶媒の種類が限定され、多種の印刷法に適用することは難しくなる
。更に特許文献５に記載の方法では乾燥速度が速い有機溶媒の場合には有効な効果が得ら
れにくい。
【００１２】
　実際の印刷においては、有機発光媒体層が一度塗工された画素の隣接画素に印刷を行う
際、例えば図１（Ａ）に示すような凸版印刷法により成膜を行うＡラインの左隣に、既に
印刷されたＢラインが存在する。この場合、Ｂラインでは均一な層厚が得られる条件であ
っても、図１（Ｂ）に示すように、Ｂラインからの溶媒揮発蒸気によりＡラインでは不均
一な層厚となってしまう。これらの現象は、例えばキシレンなどの乾燥速度が速い溶媒に
おいても発生する。各種印刷法の全てにおいて、塗工液は転写する際はウェットまたはハ
ーフウェット（半乾燥）状態でなければ印刷することが出来ないため、転写直後は被印刷
基板上でも半乾燥状態であり、溶媒揮発蒸気が発生するためである。
【００１３】
　上記の問題を解決するために、１ラインまたはＲＧＢ各ラインの一部を印刷後に、発光
媒体層に含まれる溶媒を印刷毎に乾燥することで、印刷ラインの隣接画素の状態をリセッ
トする方法が考えられるが、乾燥工程が入ることにより昇温、加熱、熱抜きの時間が掛か
り、タクトタイムの増加や生産性が低下するため適用することは難しい。
　本発明者らは隣接画素からの溶媒揮発蒸気の流入を防ぐため、塗工済み領域を保護マス
クにより覆うことで溶媒揮発蒸気による影響を受けず印刷が可能となることを確認した。
また、大気中や窒素雰囲気下などの室温に近い状態で成膜を行うため、保護マスクとして
ドライプロセスでは輻射熱などにより歪むために適用が難しい、板厚の薄いメタル基板を
容易に用いることが可能となることを確認した。ここで、保護マスクを画像表示装置など
の高精細パターンに印刷するための印刷法に適用するためには、ドライプロセスとは異な
る方法で保護マスクのパターンをアライメントする必要がある。
【００１４】
　アライメントを行うためには、保護マスクか被印刷基板または両方にアライメントを容
易にするための機能を配備させる必要があるが、保護マスク自体の厚みは印刷版などの印
刷部品に接触する可能性を低くするため、可能な限り薄層化させる必要があり、複雑なア
ライメント部位を設けることは困難である。
　本発明の目的は、有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷法により
形成する際に均一な層厚で形成することのできる有機ＥＬ表示装置の製造方法を提供する
ことである。また、本発明の他の目的は、有機ＥＬ素子の発光媒体層に層厚のばらつきが
生じることを抑制することのできる有機ＥＬ表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、請求項１の発明は、基板と、該基板の上に形成された複数
の有機ＥＬ素子と、該有機ＥＬ素子の二つの電極のうち前記基板の上に形成された第一電
極を区画する第一隔壁と、該第一隔壁の上に形成された第二隔壁とを備え、前記有機ＥＬ
素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層がライン状である有機ＥＬ表示装置であって
、前記第二隔壁の頂部に前記発光媒体層のライン状の層と平行な凹部が形成されているこ
とを特徴とする。
【００１６】
　請求項２の発明は、請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置であって、前記第一隔壁の高さ
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が前記第一電極の厚さよりも大きいことを特徴とする。
　請求項３の発明は、請求項１または２に記載の有機ＥＬ表示装置であって、前記第一隔
壁の高さが０．３μｍ以上５．０μｍ以下であることを特徴とする。
　請求項４の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記第一隔壁が無機材料から形成されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項５の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記第二隔壁の高さが０．３μｍ以上５．０μｍ以下であることを特徴とする。
　請求項６の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記第二隔壁の線幅が前記第一隔壁の線幅よりも狭いことを特徴とする。
　請求項７の発明は、請求項１～６のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記凹部の深さが０．３μｍ以上３．０μｍ以下であることを特徴とする。
【００１８】
　請求項８の発明は、請求項１～７のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記凹部の形状が円弧形状であることを特徴とする。
　請求項９の発明は、請求項１～８のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって、
前記第二隔壁が感光性樹脂から形成されていることを特徴とする。
　請求項１０の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であって
、前記第一電極が透明な電極材料から形成されていることを特徴とする。
【００１９】
　請求項１１の発明は、請求項１～１０のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置であっ
て、前記有機ＥＬ素子の二つの電極のうち前記発光媒体層を間に挟んで前記第一電極と対
向する第二電極が透明な電極材料から形成されていることを特徴とする。
　請求項１２の発明は、基板と、該基板の上に形成された複数の有機ＥＬ素子と、該有機
ＥＬ素子の二つの電極のうち前記基板の上に形成された第一電極を区画する第一隔壁と、
該第一隔壁の上に形成された第二隔壁とを備えた有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、
前記第二隔壁の頂部に凹部が形成されるように前記第二隔壁を前記第一隔壁の上に形成し
た後、前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷法により形成する
ことを特徴とする。
【００２０】
　請求項１３の発明は、請求項１２に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であって、前記
第一電極の上に前記第一隔壁を前記第一電極の厚さより大きい高さで形成した後、前記第
二隔壁を前記第一隔壁の上に形成することを特徴とする。
　請求項１４の発明は、請求項１２または１３に記載の有機ＥＬ表示装置の製造方法であ
って、前記第一電極の上に前記第一隔壁を０．３μｍ以上５．０μｍ以下の高さで形成す
ることを特徴とする。
【００２１】
　請求項１５の発明は、請求項１２～１４のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法であって、前記第一隔壁の上に前記第二隔壁を０．３μｍ以上５．０μｍ以下の高
さで形成することを特徴とする。
　請求項１６の発明は、請求項１２～１５のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法であって、前記第二隔壁の線幅を前記第一隔壁の線幅より小さくして前記第一隔壁
の上に前記第二隔壁を形成することを特徴とする。
【００２２】
　請求項１７の発明は、請求項１２～１６のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法であって、前記凹部の深さが０．３μｍ以上３．０μｍ以下となるように前記第二
隔壁を前記第一隔壁の上に形成した後、前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なく
とも一層を印刷法により形成することを特徴とする。
　請求項１８の発明は、請求項１２～１７のいずれか一項に記載の有機ＥＬ表示装置の製
造方法であって、前記有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を湿式成膜法
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を用いて形成することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１及び１２の発明によれば、有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一
層を印刷法により形成する際に発生する溶媒揮発蒸気の影響を低減することができ、これ
により、有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷法により形成する際
に均一な層厚で形成することができる。
　請求項２及び１３の発明によれば、第一隔壁表面の平坦化を行うことが可能となり、こ
れにより、第二隔壁を第一隔壁の上に容易に形成することができる。
　請求項３及び１４の発明によれば、隣接する第一電極からのリーク電流を抑えることが
できる。
　請求項４の発明によれば、第一隔壁の表面を容易に平坦化することが可能となり、これ
により、第一隔壁の上に第二電極を容易に形成することができる。
　請求項５及び１５の発明によれば、隣接する第一電極からのリーク電流を抑えることが
できる。
【００２４】
　請求項６及び１６の発明によれば、第一隔壁の上に第二電極を容易に形成することがで
きる。
　請求項７及び１７の発明によれば、第二隔壁の絶縁性を損なうことなくアライメントパ
ターンを形成することができる。また、有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも
一層を印刷法により形成する際に隣接する画素から溶媒揮発蒸気が流入することを第二隔
壁の絶縁性を損なうことなく抑制することができる。
　請求項８の発明によれば、保護マスクのアライメント凸部が第二隔壁頂部の凹部底面に
接触して第二隔壁に損傷が生じること防止することができる。
　請求項９の発明によれば、第二隔壁を第一隔壁の上に容易に形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】有機ＥＬ素子の発光媒体層を凸版印刷法により形成する場合の問題点を説明する
ための図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面を示す図である。
【図４】有機ＥＬ表示装置の基板上に形成される有機ＥＬ素子の断面を模式的に示す図で
ある。
【図５】第二隔壁の頂部に形成される凹部の例を示す図である。
【図６】有機ＥＬ表示装置の第二隔壁を形成するときに用いられる保護マスクを説明する
ための図である。
【図７】本発明を実施するときに用いられる凸版印刷装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について図面を用いて説明する。なお、以下の説明に用いる各
図面では、各部材を認識可能な大きさとするため、各部材の縮尺を適宜変更している。
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面を示す図である。図２
に示される有機ＥＬ表示装置５０は、基板１１と、この基板１１の上に形成された複数の
有機ＥＬ素子とを備え、これらの有機ＥＬ素子は基板１１の上に形成された第一電極（陽
極、画素電極）１２と、この第一電極１２の上に形成された発光媒体層１９と、この発光
媒体層１９を間に挟んで第一電極１２と対向する第二電極１７とを含んで構成されている
。
　有機ＥＬ表示装置５０は、また、有機ＥＬ素子の第一電極１２を区画する隔壁２３を備
え、この隔壁２３は基板１１の上に形成された第一隔壁２３Ａと、第一隔壁２３Ａの上に
形成された第二隔壁２３Ｂとからなる。
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【００２７】
　さらに、有機ＥＬ表示装置５０は有機ＥＬ素子を封止する封止体２８を備え、この封止
体２８は隔壁２３を覆うように基板１１の上に配置されている。
　有機ＥＬ素子の発光媒体層１９は正孔輸送層１４を有し、この正孔輸送層１４は第一電
極１２の上に形成されている。また、発光媒体層１９は発光層１６を有し、この発光層１
６は正孔輸送層１４の上に形成されている。
　有機ＥＬ素子の第二電極１７は、発光層１６の全面を覆うように発光媒体層１９の上に
形成されている。
　有機ＥＬ表示装置５０の封止体２８としては、有機ＥＬ素子を覆う封止キャップ２６を
用いて、封止キャップ２６内に不活性ガスが封入された構造が採用される。なお、基板１
と同様の板状の封止板を用いても良い。
【００２８】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る有機ＥＬ表示装置の断面を図３に示す。図３に示
される有機ＥＬ表示装置５１は、基板１１と、この基板１１の上に形成された複数の有機
ＥＬ素子とを備え、これらの有機ＥＬ素子は基板１１の上に形成された第一電極１２と、
この第一電極１２の上に形成された発光媒体層１９と、この発光媒体層１９を間に挟んで
第一電極１２と対向する第二電極１７とを含んで構成されている。
【００２９】
　また、有機ＥＬ表示装置５１は有機ＥＬ素子の第一電極１２を区画する隔壁２３を備え
、この隔壁２３は基板１１の上に形成された第一隔壁２３Ａと、第一隔壁２３Ａの上に形
成された第二隔壁２３Ｂとからなる。そして、有機ＥＬ表示装置５１は有機ＥＬ素子を封
止する封止体２８をさらに備え、この封止体２８は第二電極１７の上に形成された樹脂層
２１と、この樹脂層２１の上に接着された封止板２９とで形成されている。
　有機ＥＬ表示装置５０，５１の基板１１が各画素に流す電流量を制御するためのスイッ
チング素子（薄膜トランジスタ）を有する場合、第一電極１２は薄膜トランジスタに接続
されている。
【００３０】
　以下の説明において、第一電極１２と第二電極１７との間に発光媒体層１９が形成され
ている領域を発光領域あるいは有機ＥＬ素子と称し、隔壁２３を含む有機ＥＬ素子のアレ
イ全体を表示領域と称する。
　有機ＥＬ素子の発光媒体層１９は正孔輸送層１４や発光層１６の他に、正孔注入層、電
子輸送層、電子注入層等を含んで構成されていてもよい。例えば、図２に示す有機ＥＬ表
示装置５０では発光媒体層１９が第一電極１２の上に形成された正孔輸送層１４と、この
正孔輸送層１４の上に形成された発光層１６とから構成されているが、正孔注入層と発光
層１６の二層によって発光媒体層１９が構成されてもよい。
【００３１】
　また、正孔注入層、正孔輸送層１４及び発光層１６が順次積層された三層によって発光
媒体層１９が構成されてもよいし、一つの層が上記複数の層の各々の機能を有していても
よい。例えば、発光層１６が正孔輸送機能を有してもよい。
　また、発光媒体層１９が正孔注入層及び電子輸送層から構成され、正孔注入層及び電子
輸送層の界面で発光する構成を採用してもよい。電極間に存在する層であって、電極間に
おいてキャリア（正孔、電子）を移動させる層であれば、この層は、発光媒体層に該当す
る。さらに、本発明では発光媒体層の少なくとも１層はライン状の凸部を有する凸版を用
いた凸版印刷法により形成されるため、発光媒体層の少なくとも１層は印刷方向と平行な
ライン状に形成されている。
【００３２】
　発光媒体層１９の層厚は、発光媒体層１９が発光層１６のみから構成される場合も多層
構造の場合も、発光媒体層全体として１０ｎｍ以上１０００ｎｍ以下である。１０ｎｍ未
満である場合、第一電極表面の算術平均粗さ（以下、表面粗さと称す）が大きい時、膜形
状が不均一になって第二電極１７との間にリークパスが形成され、ショートが起こりやす
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くなる。１０００ｎｍ超過である場合、発光媒体層自体が高抵抗となり電流が流れづらく
、輝度と発光効率が低下する。これらのことを踏まえると、好ましくは５０～５００ｎｍ
である。
【００３３】
　図２及び図３に示す有機ＥＬ表示装置５０，５１では、発光媒体層１９の発光層１６が
パターニングされた電極毎に、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の発光波長に対応するよう
にそれぞれパターニングされた発光層１６Ｒ、１６Ｇ、１６Ｂとなっている。これによっ
て、フルカラー表示が可能な画像表示装置が実現される。このような表示方式以外の構造
としては、青色発光層及び色素変換層を用いた色素変換方式を用いてもよい。また、白色
に発光する複数の有機ＥＬ素子の各々に対応させて、カラーフィルタが設けられた構造を
採用してもよい。
【００３４】
　図４は有機ＥＬ表示装置５０，５１の基板１１上に形成された有機ＥＬ素子の断面を模
式的に示す図であり、図４（Ａ）は有機ＥＬ素子がボトムエミッション型の場合を示し、
図４（Ｂ）は有機ＥＬ素子がトップエミッション型の場合を示している。
　基板１１の上に形成された有機ＥＬ素子がボトムエミッション型である場合、第一電極
１２は、発光媒体層１９の発光層１６で発生した光を第一電極側から取り出すために、透
明な電極材料から形成されている。この場合、第二電極１７を金属等の反射率の高い電極
材料で形成すると、第二電極１７に向けて発光された光が第二電極１７で反射する。そし
て、第二電極１７で反射した光は発光層１６、インターレイヤ１５、正孔輸送層１４、第
一電極１２を透過して基板１１から出射することになるので、光取り出し効率を向上させ
ることができる。
【００３５】
　基板１１の上に形成された有機ＥＬ素子がトップエミッション型である場合、第二電極
１７は、発光媒体層１９の発光層１６で発生した光を第二電極側から取り出すために、透
明な電極材料から形成されている。この場合、基板１１と第一電極１２との間に反射層３
１を設けると、発光層１６で発生した光が第一電極１２を透過しても反射層３１で反射さ
れるため、発光層１６で発生した光を第二電極側から効率的に取り出すことができる。
【００３６】
　次に、有機ＥＬ表示装置５０，５１に用いられる基板材料や有機ＥＬ素子材料等につい
て説明する。
　基板１１の材料は、例えば、ガラスや石英、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン
、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポリアミド、ポリメ
チルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のプラ
スチックフィルムやシート、あるいは、トップエミッション型の有機ＥＬ素子の場合には
、これに加えて、上記のプラスチックフィルムやシートに酸化珪素、酸化アルミニウム等
の金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒化珪素、窒化
アルミニウム等の金属窒化物、酸窒化珪素等の金属酸窒化物、アクリル樹脂やエポキシ樹
脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂等の高分子樹脂膜を単層もしくは積層させた光透
過性基板や、アルミニウムやステンレス等の金属箔、シート、板、プラスチックフィルム
やシートにアルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス等の金属膜を積層させた光非透過性
基板等を用いることができる。なお、本発明においては、上記の材料に限定されず、他の
材料が用いられてもよい。
【００３７】
　有機ＥＬ表示装置がボトムエミッション型である場合、発光媒体層１９で生じた発光光
は、基板１１に隣接する電極（第一電極１２）を通じて有機ＥＬ表示装置の外部に放出さ
れる。一方、トップエミッション型の場合、発光光は基板１１と対向する電極（第二電極
１７）を通じて有機ＥＬ表示装置の外部に放出される。上記材料からなる基板１１におい
ては、有機ＥＬ表示装置内への水分や酸素の浸入を防止するために、基板１１の全面もし
くは片面に無機膜を形成する処理、或いは樹脂を塗布する処理等により、防湿処理又は疎
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水性処理が予め施されていることが好ましい。特に、発光媒体層１９への水分の浸入を避
けるために、基板１１における含水率、水蒸気透過率及びガス透過係数が小さいことが好
ましい。
【００３８】
　第一電極１２は、基板１１の上に成膜され、必要に応じてパターニングによって形成さ
れる。第一電極１２は第一隔壁２３Ａによって区画され、各画素（サブピクセル）に対応
した画素電極である。また、フラットパネルディスプレイなどに有機ＥＬ表示装置を用い
る場合、基板１１と第一電極１２との間にアクティブマトリクス駆動で発光を制御するた
めの薄膜トランジスタを形成し、第一電極１２を薄膜トランジスタと接続しても良い。
【００３９】
　第一電極１２の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）やＩＺＯ（インジ
ウム亜鉛複合酸化物）、ＡＺＯ（亜鉛アルミニウム複合酸化物）等の金属複合酸化物や、
金、白金等の金属材料、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル
樹脂等に分散した微粒子分散膜が使用される。
　第一電極１２の構造としては、単層構造もしくは積層構造が採用される。また、オクチ
ル酸インジウムやアセトンインジウム等の前駆体を基板１１の表面に塗布した後、熱分解
によって酸化物を形成する塗布熱分解法等によっても、第一電極１２を形成することもで
きる。
【００４０】
　第一電極１２が陽極である場合、有機ＥＬ素子の特性上、電荷注入が行いやすいように
ＩＴＯ等の仕事関数が高い材料を選択することが好ましい。アクティブマトリクス駆動の
有機ＥＬ表示装置においては、第一電極１２の材料が低抵抗の材料であることが好ましく
、例えば、シート抵抗で２０Ω・ｓｑ以下である材料が第一電極１２の材料として好適に
用いることが可能である。
【００４１】
　有機ＥＬ表示装置がボトムエミッション型である場合、発光層１６で発生した光は第一
電極１２を透過して基板１１から放出されるため、第一電極１２は高透過率であることが
好ましい。第一電極１２の透過率としては、可視光波長領域の全平均で７０％以上である
ことが好ましく、８０％以上であれば好適に用いることが可能である。
　第一電極１２の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法
、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等のドライコーティング法
又は、インクジェット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法等のウェットコーティ
ング法等、既存の成膜法を用いることができる。これらの中で特に印刷法を用いることで
、第一電極１２と電気的に接続された取り出し電極１２'（図２及び図３参照）を同一工
程で形成することが可能である。なお、本発明においては、上記の方法に限定されず、他
の方法が用いられてもよい。
【００４２】
　第一電極１２のパターニング方法としては、材料又は成膜方法に応じて、マスク蒸着法
、フォトリソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法等の既存のパター
ニング法が用いられる。また、必要に応じてＵＶ処理、プラズマ処理等を用いて、第一電
極１２の表面を活性化させてもよい。
　有機ＥＬ表示装置がトップエミッション型である場合、第一電極１２の下部に反射層３
１を形成することが好ましい。反射層３１の材料としては、高反射率の材料を用いること
が好ましく、例えば、Ｃｒ、Ｍｏ、Ａｌ、Ａｇ、ＴＡ、Ｃｕ、Ｔｉ、Ｎｉが採用される。
【００４３】
　反射層３１の構造としては、上記材料を一種以上含んだ単膜、積層膜、合金膜、上記材
料からなる膜にＳｉＯ、ＳｉＯ2、ＴｉＯ2等の保護膜が形成された構造が採用される。ま
た、反射層３１の反射率としては、可視光波長領域の全平均で８０％以上であることが好
ましく、９０％以上であれば好適に用いることが可能である。
　反射層３１の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、
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反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等のドライコーティング法又
は、インクジェット印刷法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法等のウェットコーティン
グ法等、既存の成膜法を用いることができる。なお、本発明においては、上記の方法に限
定されず、他の方法が用いられてもよい。
【００４４】
　反射層３１のパターニング方法としては、材料又は成膜方法に応じて、マスク蒸着法、
フォトリソグラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法等の既存のパターニ
ング法を用いることができる。
　隔壁２３は、図２及び図３に示すように、第一隔壁２３Ａと第二隔壁２３Ｂの２種類の
隔壁により構成されている。第一隔壁２３Ａは有機ＥＬ表示装置の各画素に対応した発光
領域を区画するように基板１１の表面上に形成され、有機ＥＬ表示装置の各画素を仕切る
仕切部材として機能する。ウェットコーティング法によって発光媒体層１９を各画素に配
置する場合、上記のように隔壁２３が設けられているので、互いに隣接する画素間におい
て混色を防ぐことが可能になる。
【００４５】
　隔壁２３は、第一電極１２の端部を覆うように形成されていることが好ましい。一般的
に、アクティブマトリクス駆動の有機ＥＬ表示装置においては、各画素に第一電極１２が
形成されており、各画素の面積をできるだけ広くするために、第一電極１２の画素領域が
露出されている面積を大きくしている。このため、隔壁２３は、第一電極１２の端部を覆
うように形成されている。
【００４６】
　隔壁２３の最も好ましい平面形状は、格子状である。隔壁２３は、互いに隣接する画素
電極（第一電極１２）を区切るように画素電極の間に配置されている。また各画素の第一
電極１２に接続されている薄膜トランジスタ（不図示）の保護層として機能させても良い
。
　第一隔壁２３Ａを構成する材料としては、無機材料や感光性樹脂材料が挙げられる。感
光性樹脂材料としては、具体的には、ポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系
、フルオレン系といった材料が挙げられる。これらの材料で第一隔壁２３Ａを形成する場
合、２種類以上の感光性樹脂から第一隔壁２３Ａを形成しても良く、感光性樹脂の種類と
してはポジ型レジスト又はネガ型レジストのどちらでも良い。また、有機ＥＬ素子の表示
品位を向上させるために、遮光性を有する材料を感光性樹脂材料に含有させて第一隔壁２
３Ａの底部、頂部、側面部などの一部または全部を形成しても良い。なお、本発明におい
ては、上記の材料に限定されず、他の材料が用いられてもよい。
【００４７】
　第一隔壁２３Ａを無機材料から形成する場合、無機材料の種類としては、酸化シリコン
、酸化スズ、酸化アルミ、酸化チタン等の無機酸化物、窒化シリコン、窒化チタン、窒化
モリブデン等の無機窒化物、窒化酸化シリコンのような無機窒化酸化物といった材料が挙
げられる。これらの無機材料のなかでも特に好適なのが窒化シリコン、酸化シリコン、酸
化チタンであるが、これに限定されるものではない。また、有機ＥＬ素子の表示品位を向
上させるために、遮光性を有する材料を上記の無機材料に含有させて第一隔壁２３Ａの底
部、頂部、側面部などの一部または全てを形成しても良い。
【００４８】
　第一隔壁２３Ａとして最適な材料は、無機材料である。これは、第一隔壁２３Ａの上に
第二隔壁２３Ｂを形成する工程で、第一隔壁２３Ａの頂部が平坦であれば第二隔壁２３Ｂ
の形状が安定するためである。
　第一隔壁２３Ａの隔壁材料として無機材料を用いる場合は、スパッタリング法、プラズ
マＣＶＤ法、抵抗加熱蒸着法に代表されるドライコーティング法等の公知の真空成膜法を
用いて基板１１の表面に無機材料からなる第一隔壁２３Ａを形成することができる。
【００４９】
　また、第一隔壁２３Ａの隔壁材料として感光性樹脂材料を用いる場合は、スピンコータ
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ー、バーコーター、ロールコーター、ダイコーター、グラビアコーター等の公知の塗布方
法を用いて基板１１の表面に感光性樹脂材料を塗布することができる。
　第一隔壁２３Ａの隔壁材料として、無機材料が含有されたインキを使用する場合、イン
キを塗布した後、大気乾燥、加熱乾燥などの焼成工程で溶剤を除去し、隔壁の母体となる
無機膜としても良い。
【００５０】
　第一隔壁２３Ａをパターニングする方法としては、第一隔壁２３Ａが無機材料から形成
される場合、反応性イオンビームエッチング、反応性ガスエッチング、反応性イオンエッ
チングなどに代表されるドライエッチング法を用いることができる。無機膜上に感光性樹
脂を塗工し、露光、現像を行いパターン形成し、パターンをマスクとしてエッチング箇所
を限定する。また、腐食溶解する性質を持つ液体の薬品を使ったウェットエッチング法も
用いることができるが、等方性エッチングが支配的なウェットエッチング法よりも異方性
エッチングにより側面形状を選択的に形成することが容易なドライエッチング法が好適に
用いることができる。
【００５１】
　感光性樹脂材料では、マスクを用いた露光工程によって感光性樹脂材料がパターニング
される。露光された感光性樹脂材料は現像され、第一隔壁２３Ａのパターンが形成される
。このように第一隔壁２３Ａのパターンを形成する工程としては、従来公知の露光、現像
方法が用いられる。また、焼成工程においては、オーブン、ホットプレート等を用いる従
来公知の方法を用いて第一隔壁２３Ａを焼成することができる。
【００５２】
　第一隔壁２３Ａの高さが０．３μｍ未満では、発光媒体層１９の層厚よりも薄くなり、
第一隔壁自体が発光媒体層１９によって覆われてしまう可能性がある。これにより、発光
に寄与しない電流が第一隔壁２３Ａに流れ、発光効率が低下し易くなる。また、第一隔壁
２３Ａの高さが５．０μｍを超えると、第二電極１７に断線が発生しやすくなる。従って
、第一隔壁２３Ａの高さは、隔壁材料の種類、第二隔壁２３Ｂの高さ、発光媒体層１９の
層厚により異なるが、０．３μｍ以上５．０μｍ以下が適当である。
【００５３】
　第一隔壁２３Ａに求められる特性の１つとして、絶縁性を有していることが挙げられる
。第一隔壁２３Ａが十分な絶縁性を有していない場合、第一隔壁２３Ａを通じて互いに隣
接する第一電極（画素電極）１２の間に電流が流れて表示不良の原因となるため、第一電
極間の絶縁性を確保するために、第一隔壁２３Ａの高さを０．５μｍ以上３．０μｍ以下
とすることが好ましく、１．０μｍ以上３．０μｍ以下とすることがより好ましい。
【００５４】
　第二隔壁２３Ｂを構成する材料としては、感光性樹脂材料や無機材料が挙げられる。無
機材料としては、具体的に、酸化シリコン、酸化スズ、酸化アルミ、酸化チタン等の無機
酸化物、窒化シリコン、窒化チタン、窒化モリブデン等の無機窒化物、窒化酸化シリコン
のような無機窒化酸化物といった材料が挙げられる。これら無機材料のなかでも特に好適
なのが窒化シリコン、酸化シリコン、酸化チタンであるが、これに限定されるものではな
い。また、有機ＥＬ素子の表示品位を向上させるために、遮光性を有する材料を上記の無
機材料に含有させ、第二隔壁２３Ｂの底部、頂部、側面部などの一部または全てを形成し
ても良い。
【００５５】
　感光性樹脂材料としては、ポリイミド系、アクリル樹脂系、ノボラック樹脂系、フルオ
レン系といった材料を第二隔壁材料として用いることができる。これらの材料で第二隔壁
２３Ｂを形成する場合、２種類以上の感光性樹脂から第二隔壁２３Ｂを形成しても良く、
感光性樹脂の種類としてはポジ型レジスト又はネガ型レジストのどちらでも良い。また、
有機ＥＬ素子の表示品位を向上させるために、遮光性を有する材料を感光性樹脂材料に含
有させ、第二隔壁２３Ｂの底部、頂部、側面部などの一部または全てを形成しても良い。
【００５６】
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　第二隔壁２３Ｂの形状としては、順テーパー形状が望ましい。発光媒体層１９を形成し
た後に対向電極である第二電極１７を発光領域全面に形成する。逆テーパー形状の角度に
依存するが、テーパー角度が鈍角になるほど、対向電極成膜時に成膜厚みを増やして、隔
壁側面に回り込みさせなければ断線する可能性が高くなるためである。
　第二隔壁２３Ｂの隔壁材料として感光性樹脂材料を用いる場合は、スピンコーター、バ
ーコーター、ロールコーター、ダイコーター、グラビアコーター等の公知の塗布方法を用
いて第一隔壁２３Ａの上に感光性樹脂材料を塗布することができる。これらの方法で感光
性樹脂材料を第一隔壁２３Ａの上に塗布した後は、マスクを用いた露光工程によって感光
性樹脂材料をパターニングし、露光された感光性樹脂材料を現像する。そして、オーブン
、ホットプレート等を用いた従来公知の方法を用いて感光性樹脂材料を焼成することで、
感光性樹脂材料からなる第二隔壁２３Ｂを第一隔壁２３Ａの上に形成することができる。
ポジ型感光性樹脂材料であれば順テーパー形状容易に形成でき、好適に用いることが可能
である。
【００５７】
　第二隔壁２３Ｂの隔壁材料として無機材料を用いる場合は、反応性イオンビームエッチ
ング、反応性ガスエッチング、反応性イオンエッチングなどに代表されるドライエッチン
グ法を用いて第一隔壁２３Ａの上に無機膜を形成することができる。そして、無機膜の上
に感光性樹脂を塗工した後、露光及び現像を行って感光性樹脂をパターニングし、パター
ニングされた感光性樹脂をマスクとして無機膜をエッチングすることで、無機材料からな
る第二隔壁２３Ｂを第一隔壁２３Ａの上に形成することができる。この場合、腐食溶解す
る性質を持つ液体の薬品を使ったウェットエッチング法も用いることができる。なお、第
二隔壁２３Ｂとしては、順テーパー形状を形成しやすい感光性樹脂材料を好適に用いるこ
とが可能である。
【００５８】
　第二隔壁２３Ｂの頂部を図２及び図３に示すような凹形状に形成するには、感光性樹脂
材料を用いる場合、ポジ型レジストであればハーフトーンマスク、グレートーンマスクな
どの多階調マスクを用いて、頂部となる露光部分に挟まれた領域の中間を中間露光部分と
することで凹形状に形成することが可能である。また、通常の隔壁パターンマスクと凹形
状パターンマスクの２枚を用いても第二隔壁２３Ｂの頂部を凹形状に形成することが可能
である。ネガ型レジストに関してもポジ型レジストと同様の工程で第二隔壁２３Ｂの頂部
を凹形状に形成することが可能であり、無機材料を用いる場合は、一般的なドライエッチ
ングで形成することが可能である。
【００５９】
　図５は第一隔壁２３Ａの上に形成された第二隔壁２３Ｂの断面図を示し、第二隔壁２３
Ｂは、図５に示すように、凹部３２を有している。この凹部３２は保護マスクのアライメ
ントを容易にするために、第二隔壁２３Ｂの頂部に形成されている。また、保護マスクは
発光媒体層ラインと同じ形状のライン状の開口を有するため、このような保護マスクをア
ライメントする凹部３２は第二隔壁２３Ｂ上に発光媒体層のラインと平行なライン状に形
成される。なお、凹部３２のラインは凹形状が連続したものでも、凹形状が不連続にライ
ン状に並んだものであっても良い。
【００６０】
　凹部３２の形状としては、多階調マスクや２枚構成のマスクを用いて形成することが可
能な円弧形状（図５（Ａ））、あるいはドライエッチングなどを用いて形成することが可
能な三角形状や四角形状（図５（Ｂ）、（Ｃ））などが挙げられるが、保護マスクのアラ
イメント部位との干渉が少ない円弧形状の凹部３２を好適に用いることが可能である。
　第二隔壁２３Ｂの高さが０．１μｍ未満では、発光媒体層１９の層厚よりも薄くなり、
第二隔壁自体が発光媒体層１９によって覆われてしまう可能性がある。これにより、発光
に寄与しない電流が第二隔壁２３Ｂに流れ、発光効率が低下し易くなる。また、第二隔壁
２３Ｂの高さが５．０μｍを超えると、第二電極１７に断線が発生しやすくなる。従って
、第二隔壁２３Ｂの高さは、隔壁材料の種類、発光媒体層１９の層厚などにより異なるが
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、０．１μｍ以上５．０μｍ以下が適当である。
【００６１】
　第二隔壁２３Ｂに求められる特性の１つとして、絶縁性を有していることが挙げられる
。第二隔壁２３Ｂが十分な絶縁性を有していない場合、第一隔壁２３Ａを通じて互いに隣
接する第一電極（画素電極）１２の間に電流が流れて表示不良の原因となるため、第一電
極間の絶縁性を確保するために、第二隔壁２３Ｂの高さを０．５μｍ以上５．０μｍ以下
とすることが好ましく、１．０μｍ以上５．０μｍ以下とすることがより好ましい。
【００６２】
　凹部３２の深さとしては、隔壁材料の種類、第二隔壁の膜厚により異なるが、０．３μ
ｍ以上３．０μｍ以下であることが望ましい。特に、保護マスクに配備されたアライメン
ト部位と位置合わせする必要があるため、０．３μｍ以上が好ましく、０．５μｍ以上の
深さであればより好ましい。また、凹部３２の深さが大きすぎると隔壁として必要な絶縁
性が確保できなくなってしまうため、３．０μｍ以下が好ましく、２．０μｍ以下の深さ
であればより好ましい。
　凹部３２の最適な幅としては、第二隔壁２３Ｂの線幅の５０％以下であれば好適に用い
ることができる。ここでの「線幅」とは第二隔壁２３Ｂにおける印刷方向と平行したライ
ンに垂直となる隔壁部分の短辺幅である。
【００６３】
　隔壁２３を形成した後に陽極として用いられる第一電極表面の洗浄と仕事関数の調整と
を行うため、基板１１の前処理工程として、ＵＶ処理、プラズマ処理等を行なってもよい
。正孔を効率よく発光媒体層１９に注入するためには、発光媒体層１９に接触する陽極（
第一電極１２）の表面の仕事関数と、発光媒体層１９の仕事関数とが、近いことが好まし
い。従って、表面処理が施された陽極の表面の仕事関数と、陽極に接する発光媒体層の仕
事関数との差が０．５ｅＶ以下であることが好ましく、０．２ｅＶ以下であることがより
好ましい。
【００６４】
　第一電極１２としてＩＴＯを用いる場合、表面処理前の仕事関数は約４．８ｅＶである
。これに対し、後述のように陽極上に発光媒体層として正孔輸送層又は正孔注入層を形成
する場合、例えば、酸化モリブデンの仕事関数は約５．８ｅＶである。従って、表面処理
前の状態においては、陽極の仕事関数と正孔輸送層の仕事関数との差が大きすぎるため、
正孔注入障壁が高くなり、正孔が注入され難い。そこで、表面処理によって陽極の仕事関
数を高くし、陽極の仕事関数を正孔輸送層の仕事関数に近づける。
【００６５】
　また、ＵＶ処理の光源としては、低圧水銀ランプ、高圧水銀ランプ、エキシマランプ等
が用いられる。本発明ではいずれの光源を用いてもよい。酸素プラズマ処理を用いる場合
は、電力、圧力、プラズマ照射時間を調整することにより、陽極の仕事関数を所望に制御
することが可能である。
　なお、酸素プラズマ処理を用いる場合、感光性樹脂材料などの材料によっては陽極の表
面処理と同時に、隔壁２３において多少のエッチング効果が生じるため、陽極の表面処理
においては、隔壁２３におけるエッチング効果を考慮して処理条件を調整する必要がある
。表面処理した第一電極表面は、経時変化により元の状態に戻るため、陽極の表面処理は
正孔輸送層１４を形成する直前に行うことが好ましい。
【００６６】
　正孔注入層は透明電極（陽極）から正孔を注入する機能を有する層であり、正孔輸送層
は発光層に正孔を輸送する機能を有する層である。これらの層は、正孔注入機能と正孔輸
送機能とを共に有する場合がある。この場合、これらの機能の程度に応じてどちらか一方
の名称で、或いは両方の名称で機能層が称されている。本発明においては、正孔輸送層と
称されている層は、正孔注入層も含む。
【００６７】
　正孔輸送層を構成する材料としては、例えば、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリビ
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ニルカルバゾール、ポリ（３、４－エチレンジオキシチオフェン）とポリスチレンスルホ
ン酸との混合物等の高分子材料を用いることができる。高分子材料は、ウェットコーティ
ング法による成膜工程に使用可能である。このため、正孔注入層又は正孔輸送層を形成す
る際に高分子材料を用いることが好ましい。このような高分子材料は、水又は溶剤によっ
て分散或いは溶解され、分散液又は溶液として使用される。また、正孔輸送材料として無
機材料を用いる場合、Ｃｕ2Ｏ、Ｃｒ2Ｏ3、Ｍｎ2Ｏ3、ＦｅＯｘ（ｘ≧０．１）、ＮｉＯ
、ＣｏＯ、Ｂｉ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＴｈＯ2、ＮＢ2Ｏ5、Ｐｒ2Ｏ3、Ａｇ2Ｏ、ＭｏＯ2、Ｚｎ
Ｏ、ＴｉＯ2、Ｖ2Ｏ5、ＮＢ2Ｏ5、ＴＡ2Ｏ5、ＭｏＯ3、ＷＯ3、ＭｎＯ2等を用いることが
できる。
【００６８】
　正孔輸送層１４から上層の発光媒体層１９（例えばインターレイヤ１５や発光層１６）
へ正孔を効率的に注入するために、正孔輸送層１４の物性値として、正孔輸送層１４が陽
極（第一電極１２）の仕事関数と同等以上の仕事関数を有することが好ましい。選択され
る陽極の材料に応じて、正孔輸送層１４の適切な物性値は異なるが、４．５ｅＶ以上６．
５ｅＶ以下の仕事関数を有する正孔輸送層１４を用いることができる。陽極がＩＴＯ又は
ＩＺＯである場合、５．０ｅＶ以上６．０ｅＶ以下の仕事関数を有する正孔輸送層１４が
好適に用いることが可能である。また、ボトムエミッション構造では第一電極１２を透過
させて発光光が取り出されるため、正孔輸送層１４の光透過性が低い場合には取り出し効
率が低下する。このため、可視光波長領域において、正孔輸送層１４の平均光透過性は、
７５％以上であることが好ましく、８５％以上であればより好ましい。この他にも、導電
率が１０-2～１０-6Ｓ／ｃｍであれば好適に用いることができる。
【００６９】
　正孔輸送層１４を形成する方法としては、基板１１上の表示領域全面にスピンコート法
、ダイコート法、ディッピング法、スリットコート法、ノズルプリント法、又は凸版印刷
法等の印刷法が採用される。正孔輸送層１４を形成する際には、前記正孔輸送材料が水、
有機溶剤、或いはこれらの混合溶剤に溶解されたインキ（液体材料）が用いられる。有機
溶剤としては、トルエン、キシレン、アニソール、メシチレン、テトラリン、アセトン、
メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、メタノール、エタノ
ール、イソプロピルアルコール、酢酸エチル、酢酸ブチル等が使用できる。また、インキ
には、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等を添加してもよい。
【００７０】
　正孔輸送層１４が低分子有機材料や無機材料である場合には抵抗加熱蒸着法、電子ビー
ム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等のドライプロセ
スを用いて形成することができる。ドライプロセスで正孔輸送層１４を形成した場合、上
層への濡れ性を考慮して必要に応じて、プラズマ照射又はＵＶ照射等の表面処理を施すと
好適に用いることができる。
【００７１】
　発光効率の向上させるために電子ブロック層としてのインターレイヤ１５を有機発光層
１６と正孔輸送層１４の間に設けることが好ましい。トップエミッション型の素子構造に
おいては、正孔輸送層１４を形成した後に、インターレイヤ１５を正孔輸送層１４の上に
積層することができる。通常、正孔輸送層１４を被覆するように、インターレイヤ１５は
形成されるが、必要に応じてインターレイヤ１５をパターニング形成してもよい。
【００７２】
　インターレイヤ１５の材料としては、有機材料ではポリビニルカルバゾール若しくはそ
の誘導体、側鎖若しくは主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールア
ミン誘導体、トリフェニルジアミン誘導体等の、芳香族アミンを含むポリマー等が挙げら
れる。これらの材料は低分子有機材料であるが、これらの材料を重合させ、高分子量化し
てもよい。また、無機材料では、Ｃｕ2Ｏ、Ｃｒ2Ｏ3、Ｍｎ2Ｏ3、ＮｉＯ、ＣｏＯ、Ｐｒ2

Ｏ3、Ａｇ2Ｏ、ＭｏＯ2、ＺｎＯ、ＴｉＯ2、Ｖ2Ｏ5、ＮＢ2Ｏ5、ＴＡ2Ｏ5、ＭｏＯ3、Ｗ
Ｏ3、ＭｎＯ2等の遷移金属酸化物およびこれらの窒化物、硫化物を一種以上含んだ無機化
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合物が挙げられる。なお、本発明においては、上記の材料に限定されず、他の材料が用い
られてもよい。
【００７３】
　インターレイヤ１５の材料は、高分子有機材料の場合、溶媒に溶解され、又は安定に分
散され、インターレイヤ塗工液として用いられる。インターレイヤの材料を溶解又は分散
する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソール、メチルエチルケトン、
メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等の単独又はこれらの混合溶媒が用いられる
。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族有機溶媒が有機インターレイヤ
材料の溶解性の観点から好適に用いられる。また、有機インターレイヤインキには、必要
に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。
【００７４】
　これらインターレイヤの材料として、正孔輸送層１４よりも仕事関数が同等以上である
材料を選択することが好ましく、更に、有機発光層１６よりも仕事関数が同等以下である
材料を選択することがより好ましい。この理由は、正孔輸送層１４から有機発光層１６に
向けてキャリアが注入される時に、不必要な注入障壁を形成しないためである。また、有
機発光層１６から発光に寄与できなかった電荷を閉じ込める効果を得るため、バンドギャ
ップが３．０ｅＶ以上である材料を採用することが好ましく、３．５ｅＶ以上である材料
を採用することより好ましい。
【００７５】
　インターレイヤ１５の形成方法としては、基板１１上の表示領域全面にスピンコート法
、ダイコート法、ディッピング法、スリットコート法、ノズルプリント法、又は凸版印刷
法等の印刷法が採用される。インターレイヤ１５を形成する際には、前記インターレイヤ
材料が水、有機溶剤、或いはこれらの混合溶剤に溶解された塗工液が用いられる。
　インターレイヤ１５が低分子有機材料や無機材料である場合には抵抗加熱蒸着法、電子
ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等のドライプ
ロセスを用いて形成することができる。ドライプロセスでインターレイヤ１５を形成した
場合、上層への濡れ性を考慮して必要に応じて、プラズマ照射又はＵＶ照射等の表面処理
を施すと好適に用いることができる。
【００７６】
　発光層１６においては、第一電極１２及び第二電極１７の間に印加された電圧によって
注入された電子と正孔とが再結合され、この再結合の際に生じる発光光が得られる。発光
光は、透光性の電極を透過し、有機ＥＬ素子の外部に出射される。互いに隣接する画素の
各々に形成される発光層が異なる場合、例えば、ＲＧＢのフルカラー表示の表示装置にお
いては、各発光層１６Ｒ、１６Ｇ、１６Ｂが第一電極１２の各々の画素領域にパターニン
グによって形成される。
【００７７】
　発光層１６の材料としては、クマリン系、ペリレン系、ピラン系、アンスロン系、ポル
フィリン系、キナクドリン系、Ｎ、Ｎ’－ジアルキル置換キナクドリン系、ナフタルイミ
ド系、Ｎ、Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系等の発光性色素をポリスチレン、ポリ
メチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾール等の高分子中に溶解させたものが使用で
きる。また、発光層１６の材料としては、デンドリマー材料、ＰＰＶ系やＰＡＦ系、ポリ
パラフェニレン系等の高分子有機材料を用いることも可能である。また、発光層１６の材
料は、水又は溶剤に可溶である材料であることが好ましい。
【００７８】
　上述した高分子材料に加え、９、１０－ジアリールアントラセン誘導体、ピレン、コロ
ネン、ペリレン、ルブレン、１、１、４、４－テトラフェニルブタジエン、トリス（８－
キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノラート）アルミニウム錯
体、ビス（８－キノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メチル－５－トリフルオロメチル－
８－キノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－５－シアノ－８－キノラート
）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－トリフルオロメチル－８－キノリノラート



(17) JP 2013-211227 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－
５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート］アルミ
ニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）スカンジウム錯体、ビス［８－（パラ－トシ
ル）アミノキノリン］亜鉛錯体及びカドミウム錯体、１、２、３、４－テトラフェニルシ
クロペンタジエン、ポリ－２、５－ジヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレン等の低
分子系発光材料が使用できる。
【００７９】
　これらの発光層材料は、溶媒に溶解され、又は安定に分散され、有機発光塗工液として
用いられる。有機発光材料を溶解又は分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセ
トン、アニソール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等
の単独又はこれらの混合溶媒が用いられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールとい
った芳香族有機溶媒が有機発光材料の溶解性の観点から好適に用いられる。また、有機発
光塗工液には、必要に応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が
添加されてもよい。
【００８０】
　各発光層１６の材料が低分子有機材料である場合においては、抵抗加熱蒸着法、電子ビ
ーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法等のドライプロセスを用いて発光層
１６を形成することも可能である。各発光層１６の材料が高分子有機材料又は低分子有機
材料を高分子に分散させた材料である場合においては、スピンコート法、ダイコート法、
ディッピング法、スリットコート法、ノズルプリント法、又は凸版印刷法等の印刷法を用
いて発光層１６を形成することができる。
【００８１】
　電子注入層は、陰極から電子を輸送する機能を有する層である。電子輸送層は、発光層
に電子を輸送する機能を有する層である。これらの層は、電子輸送機能と電子注入機能と
を共に有する場合がある。この場合、これらの機能の程度に応じてどちらか一方の名称で
、或いは両方の名称で機能層が称されている。
　このような電子注入層又は電子輸送層を構成する材料としては、例えば、１、２、４－
トリアゾール誘導体（ＴＡＺ）等のニトロ置換フルオレン、ジフェニルキソン誘導体等が
挙げられる。
【００８２】
　第二電極（対向電極）１７は、発光媒体層１９または電子注入層上に形成される。アク
ティブマトリクス駆動の有機ＥＬ表示装置において、第二電極１７は表示領域の全面に形
成される。第二電極１７の具体的な材料としては、Ｍｇ、Ａｌ、ＹＢ等の金属単体が用い
られる。また、第二電極１７と発光媒体層１９との間の界面にＬｉ、酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等
の仕事関数が低い金属の酸化物、フッ化物、窒化物などの化合物が１ｎｍ程度形成され、
安定性・導電性の高いＡｌ又はＣｕがこの化合物に積層された構造を採用してもよい。ま
た、電子注入効率と安定性とを両立させるため、仕事関数が低いＬｉ、Ｍｇ、ＣＡ、Ｓｒ
、ＬＡ、Ｃｅ、Ｅｒ、Ｅｕ、Ｓｃ、Ｙ、ＹＢ等の金属１種以上と、安定なＡｇ、Ａｌ、Ｃ
ｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的に、ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＣｕＬｉ等
の合金を使用することができる。また、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）、ＩＺＯ（
インジウム亜鉛複合酸化物）、ＡＺＯ（亜鉛アルミニウム複合酸化物）等の金属複合酸化
物からなる透明導電膜を用いることができる。
【００８３】
　トップエミッション構造を有する有機ＥＬ表示装置においては、発光媒体層１９で発生
した光が第二電極１７を透過するため、第二電極１７は可視光波長領域において光透過性
を有する必要がある。このため、透明導電膜の膜厚については、可視光波長領域において
８０％以上の平均光透過性が得られるように膜厚を調節することが好ましい。第二電極１
７の材料として、Ｍｇ、Ａｌ、ＹＢ等の金属単体を用いる場合には、膜厚は２０ｎｍ以下
であることが好ましく、２～７ｎｍ以内であることがより好ましい。金属膜の場合の膜厚
については、可視光波長領域において７０％以上の平均光透過性が得られるように膜厚を
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調節することが好ましい。
【００８４】
　第二電極１７の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法
、反応性蒸着法、イオンプレーティング法等のドライプロセスを用いて形成することも可
能である。またはスピンコート法、ダイコート法、ディッピング法、スリットコート法、
ノズルプリント法、又は凸版印刷法等の印刷法を用いることができる。なお、本発明にお
いては、上記の方法に限定されず、他の方法が用いられてもよい。
【００８５】
　封止体２８は、例えば、第一電極１２、隔壁２３、発光媒体層１９及び第二電極１７が
形成された基板１１に設けられる。具体的に、基板１１の周辺部において、封止体２８と
基板１１とが接着され、封止体２８と基板１１とが封止される。
　トップエミッション構造を有する有機ＥＬ表示装置においては、発光媒体層１９から出
射された光は、基板１１とは反対側に位置する封止体２８を透過し、有機ＥＬ表示装置の
外部に取り出される。このため、可視光波長領域において高い光透過性が必要である。可
視光波長領域において８５％以上の平均光透過性が得られていることが好ましい。
【００８６】
　封止体２８の構造として、凹部を有するガラスキャップ又は金属キャップ等の封止キャ
ップ２６を用いる場合について説明する。この場合、封止キャップ２６の内側の空間に、
第一電極１２、隔壁２３、発光媒体層１９及び第二電極１７が配置されるように、封止キ
ャップ２６の周辺部と基板１１の周辺部と接続され、封止キャップ２６と基板１１との空
間が封止される。封止キャップ２６と基板１１は接着剤により接着される。また、封止キ
ャップ２６の内部には、吸湿剤や窒素ガス等の不活性ガスが充填される。これによって、
水分、ガス等が封止キャップ内に浸入することに起因する有機ＥＬ素子の劣化を防ぐこと
ができる。
【００８７】
　また、封止構造として、平板状の封止板２９及び樹脂層２１が用いられた構造を採用し
てもよい。この場合、第一電極１２、隔壁２３、発光媒体層１９、及び第二電極１７が形
成された基板１１と封止板２９との間に樹脂層２１が設けられた構造が採用される。この
構造を形成する方法としては、封止板２９上に樹脂層２１を形成し、樹脂層２１と基板１
１とを対向させながら、封止板２９と基板１１とが貼り合わせる方法が挙げられる。
【００８８】
　封止体２８の材料としては、水分や酸素の透過性が低い基板が用いられる。また、材料
の一例として、アルミナ、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミックス、無アルカリガラス
、アルカリガラス等のガラス、石英、耐湿性フィルム等を挙げることができる。耐湿性フ
ィルムの例として、プラスチック基板の両面にＳｉＯｘをＣＶＤ法等の既知のドライコー
ティング法や、ロールコーター法等の既知のウェットコーティング法で形成したフィルム
、光透過性の小さいフィルム、吸水性のあるフィルム、又は吸水剤が塗布された重合体フ
ィルム等が挙げられる。耐湿性フィルムの水蒸気透過性は、１×１０-6ｇ／ｍ2／ｄＡｙ
以下であることが好ましい。
【００８９】
　樹脂層２１の材料としては、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂等から
なる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、エチレンエチ
ルアクリレート（ＥＥＡ）ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート（Ｅ
ＶＡ）等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンやポ
リプロピレンの酸変性物等の熱可塑性接着性樹脂を挙げることができる。樹脂層２１を封
止板２９の上に形成する方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホットメル
ト法、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロールラ
ミネート法等を挙げることができる。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する材料を樹脂
層２１の材料に含有、表面に形成させることもできる。封止板２９上に形成される樹脂層
２１の厚みは、封止される有機ＥＬ素子の大きさや形状に応じて任意に決定されるが、２
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～５００μｍ程度が望ましい。
【００９０】
　第一電極１２、隔壁２３、発光媒体層１９、及び第二電極１７が形成された基板１１と
封止体２８とを貼り合わせる工程は、不活性ガス雰囲気下あるいは真空下において行われ
ることが好ましい。封止体２８の構造として封止板２９と樹脂層２１からなる２層構造を
採用し、樹脂層２１の材料として熱可塑性樹脂を使用した場合においては、加熱されたロ
ールを用いて封止体２８を基板１１に圧着することが好ましい。
【００９１】
　一方、樹脂層２１の材料として熱硬化型接着樹脂を使用した場合は、加熱されたロール
を用いて封止体２８を基板１１に圧着した後、さらに硬化温度で加熱硬化を行うことが好
ましい。
　また、樹脂層２１の材料として光硬化性接着樹脂を使用した場合は、ロールを用いて封
止体２８を基板１１に圧着した後、さらに光を光硬化性接着樹脂に照射することによって
樹脂を硬化することができる。なお、上記の方法においては、封止板２９上に樹脂層２１
を形成したが、基板１１上に樹脂層２１を形成し、封止板２９と基板１１とを貼り合わせ
ることも可能である。
【００９２】
　封止板２９を用いて基板１１上の有機ＥＬ素子を封止する前工程として、又は上記のよ
うな封止工程に代えて、例えば、パッシベーション膜からなる封止体２８を形成してもよ
い。この場合、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法又はＣＶＤ法等のドライプロセスを用
いて、窒化珪素膜、酸化珪素膜、窒化酸化珪素膜等の無機薄膜からなるパッシベーション
膜が形成される。また、パッシベーション膜と上記の封止構造とが組み合わされた構造を
採用することも可能である。パシベーション膜の膜厚としては、例えば、０．５μ～５．
０μｍに設定される。パシベーション膜の透湿性、水蒸気光透過性等に応じて適した膜厚
は異なるが、１．０μ～３．０μｍの膜厚が好適である。トップエミッション型の構造に
おいては、上記の特性に加え、光透過性を考慮して封止構造における材料の種類を選択し
て膜厚を調整する必要がある。可視光波長領域において、全平均の光透過性は７０％以上
であることが好ましい。
【００９３】
　本発明で好適に用いることが可能な保護マスクに関して説明する。保護マスクに求めら
れる特性として、大気中または窒素雰囲気下などの室温環境での伸びや膨潤などによる基
材変化率が少ないことが求められる。よって熱膨張率および熱膨張率が小さい材料として
、ガラスなど無機材料基材やステンレス、インバーなどの金属基材が上げられる。これら
基材表面に、アライメントパターンとして凹部が設けられた有機ＥＬ素子基板上の隔壁と
接触させるためのアライメント部位となる凸部を形成するため、金属基材がもっとも好適
に用いることが可能である。
【００９４】
　金属基材を用いた保護マスクの加工方法および形状に関して図６に示す。金属基材の一
般的な加工法としてウェットエッチング法がある。ウェットエッチング法により基材上面
から１回、下面から２回処理することにより、図６（Ａ）に示すような保護マスク３３を
作製可能である。また図６（Ｂ）に示すような、電鋳法による保護マスク３４も適応可能
である。
【００９５】
　図２に示す有機ＥＬ表示装置５０を製造する場合は、まず、基板１１の表面上に有機Ｅ
Ｌ素子の第一電極１２を上述した公知の方法によって形成する。次に第一電極１２が形成
されていない基板１１の表面上に第一隔壁２３Ａを形成した後、第二隔壁２３Ｂの頂部に
凹部３２が形成されるように第二隔壁２３Ｂを上述した方法によって第一隔壁２３Ａの上
に形成する。
【００９６】
　第一隔壁２３Ａの上に第二隔壁２３Ｂを形成したならば、正孔輸送層１４およびインタ
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ーレイヤ１５をスパッタリング法等によって第一電極１２の表面上に順次形成した後、発
光層１６をインターレイヤ１５の上に例えば図７に示す凸版印刷装置７００を用いて形成
する。その後、発光層１６の上に第二電極１７を形成した後、有機ＥＬ素子が形成された
基板１１の表面を封止体２８で封止することにより、図２に示すような構造の有機ＥＬ表
示装置が得られる。
【００９７】
　図３に示す有機ＥＬ表示装置５１を製造する場合は、まず、基板１１の表面上に反射層
３１を上述した公知の方法によって形成し、この反射層３１の上に第一電極１２を形成す
る。次に第一電極１２が形成されていない基板１１の表面上に第一隔壁２３Ａを形成した
後、第二隔壁２３Ｂの頂部に凹部３２が形成されるように第二隔壁２３Ｂを上述した方法
によって第一隔壁２３Ａの上に形成する。
【００９８】
　第一隔壁２３Ａの上に第二隔壁２３Ｂを形成したならば、正孔輸送層１４およびインタ
ーレイヤ１５をスパッタリング法等によって第一電極１２の表面上に順次形成した後、発
光層１６をインターレイヤ１５の上に例えば図７に示す凸版印刷装置７００を用いて形成
する。その後、発光層１６の上に第二電極１７を形成した後、有機ＥＬ素子が形成された
基板１１の表面を封止体２８で封止することにより、図３に示すような構造の有機ＥＬ表
示装置が得られる。
【００９９】
　このように、有機ＥＬ素子の発光媒体層１９を構成する少なくとも一層（例えば発光層
１６）を印刷法により形成するに際して、第二隔壁２３Ｂの頂部に凹部３２が形成される
ように第二隔壁２３Ｂを第一隔壁２３Ａの上に形成した後、第二隔壁２３Ｂの凹部と保護
マスクのアライメント部位が一致するように保護マスクを設置して発光層１６等を印刷法
により形成すると、隣接する画素からの溶媒揮発蒸気の流入が保護マスクによって抑制さ
れる。これにより、溶媒揮発蒸気の流入による影響を低減することができ、従って、有機
ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層を印刷法により形成する際に均一な層厚
で形成することができる。
　なお、本発明の技術範囲は、上記実施形態に限定されることなく、本発明の趣旨を逸脱
しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
【０１００】
　次に、上述した本発明の有機ＥＬ表示装置の実施例について説明する。なお本発明は下
記の実施例によって制限されない。実施例１と比較例１を参照し有機ＥＬ素子の実施例に
ついて説明する。
［実施例１］
　まず、対角が２．２インチサイズのガラス基板（透光性基板）を準備した。このガラス
基板上に、スパッタ法を用いてＩＴＯ（インジウム－錫酸化物）薄膜を基板全面に形成し
た。次にフォトリソグラフィ法と酸溶液によるエッチング法とを用いてＩＴＯ薄膜をパタ
ーニングした。これによって、複数のラインパターンを有する画素電極（第一電極１２）
を形成した。この複数のラインパターンにおいて、線幅は１３６μｍであり、互いに隣接
する線の間隔は３０μｍである。約４０ｍｍ角であるガラス基板上には、１９２本のＩＴ
Ｏラインが形成されている。
【０１０１】
　次に、第一隔壁２３Ａを以下のように形成した。基板全面が成膜されるように、ＣＶＤ
法を用いてＳｉＮを成膜した。ＣＶＤ法においては、純度９９．９９９９のＳｉＨ4、Ｎ
Ｈ3、Ｈ2ガスを用いた。チャンバ内の基板はホットプレートにより加熱し、基板表面が１
３０℃になるように調節を行った。プラズマ電力を１．５ｋＷで５００秒間成膜すること
１．５μｍの膜厚を得た。この時、真空度は１５０ＰａとなるようにＳｉＨ4、ＮＨ3、Ｈ

2を１：２：１０の比率で供給した。形成されたＳｉＮ膜はＩＴＯと基板表面の段差によ
り凹凸となっているため、表面研磨を行い、基板面から１．３μｍまで平坦化処理を行っ
た。
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【０１０２】
　平坦化処理を行った第一隔壁２３Ａの上にポジ型感光性レジスト（日本ゼオン製、ＺＥ
Ｐ５２０Ａ）を隔壁全面にスピンコートした。スピンコート条件として、４０００ｍｉｎ
-1で５０秒間回転させた後、ホットプレートにより１８０℃で５分間ベーキングを行い、
薄膜とした。レジスト膜形成後に、画素電極パターンの長辺と平行となる部分のみを残し
て露光、現像、洗浄と行いレジストパターンを形成した。
【０１０３】
　レジストパターン形成後、反応性イオンエッチングにより第一隔壁の逆テーパー形状を
形成する。反応性ガスはフッ素と酸素を用いた。フッ素ガスおよび酸素ガスの混合ガスを
チャンバ内に導入する。各流量を調整し、フッ素ガスの流量を１００ｓｃｃｍ（６００×
１０-3ｍ3／ｈ）とし、酸素ガスの流量を４００ｓｃｃｍ（４００×１０-3ｍ3／ｈ）とし
、チャンバ内の圧力が１０Ｐａになるように調節を行った。また、高周波電源から１３．
５６ＭＨｚの高周波電力７００Ｗを印加した。隔壁部以外の窒化シリコン膜がドライエッ
チングにより除去され、順テーパー形状の第一隔壁２３Ａが形成された。ドライエッチン
グの後、レジストの剥離を行った。
【０１０４】
　次に、第二隔壁２３Ｂを以下のように形成した。基板全面にポジ型感光性ポリイミド（
東レ社製フォトニース、ＤＬ－１０００）をスピンコートした。スピンコートの条件とし
て、ガラス基板を１１０ｍｉｎ-1で５秒間回転させた後に、ガラス基板を９００ｍｉｎ-1

で２０秒間回転させた。ポジ型感光性ポリイミドの膜厚は１．５μｍである。フォトマス
クとして第二隔壁２３Ｂの線幅１７μｍの中心部分に３μｍの中間露光部分を設けたハー
フトーンマスクを準備し、フォトリソグラフィ法を用いて基板の全面に塗布された感光性
樹脂材料をｉ線ステッパーにより２００ｍＪ／ｃｍ2露光した。露光した後現像を行い、
オーブンを用いて、２３０℃３０分の条件で焼成し、第一隔壁２３Ａ間に第二隔壁２３Ｂ
を得た。現像後の頂部凹形状（凹部３２）は円弧形状であり、幅３．５μｍ、深さ１．５
μｍとなっていた。
【０１０５】
　次に、ＩＴＯの表面処理として、紫外線照射を行った。ＵＶ／Ｏ３洗浄装置を用いて隔
壁が形成されたガラス基板に紫外線照射を３分間行った。紫外線照射前のＩＴＯの仕事関
数は、４．８ｅＶであった。紫外線照射前のＩＴＯの仕事関数は、５．３ｅＶであった。
　次に、正孔輸送層１４を形成した。正孔輸送層１４を構成する無機材料として酸化モリ
ブデンを用いた。表示領域の全面が成膜されるように、スパッタリング法を用いて無機材
料を２０ｎｍ成膜した。スパッタリング法おいては、純度９９．９％のモリブデン金属タ
ーゲットを用いて、不活性ガスであるアルゴンと反応性ガスである酸素をスパッタリング
装置のチャンバ内に供給した。
【０１０６】
　また、リアクティブＤＣマグネトロンスパッタ法を用いて酸化モリブデンをアクティブ
マトリックス基板１１上に成膜した。ターゲットの電力密度は、１．３Ｗ／ｃｍ2である
。チャンバ内に供給される混合ガスの比率としては、アルゴンが２であるのに対して、酸
素が１である。スパッタリング時の真空度が０．３Ｐａとなるように、チャンバに設けら
れた排気バルブを調整し、チャンバに供給されるガスの量を調節した。酸化モリブデンの
膜厚は、スパッタリング時間を調整することにより、制御した。パターニング工程におい
ては、３３ｍｍ×３３ｍｍの開口を有するメタルマスクを用いた。
【０１０７】
　次に、有機発光材料として、ポリフェニレンビニレン誘導体を採用し、この材料の濃度
が１％になるように、この材料がトルエンに溶解された有機発光インキを準備した。印刷
版においては、全体のＩＴＯパターンの半分となる９６本のラインパターンを形成した版
を用いた。図７に示す凸版印刷装置７００に被印刷基板７０２をセッティングした。凸版
印刷装置７００は、アニロックスロール７０５と、ドクタ７０６と、感光性樹脂で形成さ
れた凸版７０７と、版胴７０８とを含む。アニロックスロール７０５の表面には、インキ
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層７０９が塗布される。被印刷基板７０２上には、隔壁で囲まれた画素電極が形成され、
画素電極上には、正孔輸送層が形成されている。上記インキおよび印刷版を用いて、第一
隔壁と画素電極が配置されている方向に一致するように、インターレイヤ１５を正孔輸送
層上に凸版印刷法を用いて発光層の１ライン目を印刷した。
【０１０８】
　このような凸版印刷法においては、３００線／インチのアニロックスロール及び印刷版
を使用した。未印刷部分の９６ラインを印刷する際には、１００μｍ厚のステンレス基材
をウェットエッチング法により加工した保護マスクを、第二隔壁頂部の凹部形状アライメ
ントパターンと一致するように設置した後に、２ライン目を印刷した。印刷工程の後に乾
燥された発光層の膜厚は、１ライン目および２ライン目の両者とも最小膜厚は１００ｎｍ
であった。
【０１０９】
　次に、発光層１６の上にＣＡ、Ａｌからなる陰極層（第二電極１７）のラインパターン
を形成した。具体的には、陰極層（第二電極１７）のラインパターンと画素電極（第一電
極１２）のラインパターンとが直交するように、抵抗加熱蒸着法を用いるマスク蒸着によ
って陰極層を形成した。
　最後に、外部の酸素又は水分から保護するために、上記のように形成された有機ＥＬ構
成体を、ガラスキャップと接着剤とを用いて密閉封止し、有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１１０】
　このように得られた有機ＥＬ表示装置の表示領域の周辺部においては、画素電極毎に接
続されている陽極側の取り出し電極と、陰極層に接続されている陰極側の取り出し電極と
が設けられている。これら取り出し電極を電源に接続し、有機ＥＬ表示素子を点灯かつ表
示させ、点灯状態及び表示状態を確認した。
　このようにして得られた有機ＥＬ素子の全ラインを駆動したところ、７Ｖの駆動電圧で
、７５０ｃｄ／ｃｍ2の輝度が得られ、発光効率は１２ｃｄ／Ａであった。陽極側の取り
出し電極を選別し、印刷１回目（１ライン目）のみ発光させた場合、７Ｖの駆動電圧で３
８０ｃｄ／ｃｍ2、印刷２回目（２ライン目）のみ発光させた場合、７Ｖの駆動電圧で３
７０ｃｄ／ｃｍ2の発光が得られた。
【０１１１】
［比較例１］
　まず、実施例１と同様にガラス基板を準備し、画素電極、隔壁、ＩＴＯの表面処理、正
孔輸送層を形成した。次に比較例１においては、印刷２回目（２ライン目）の際に保護マ
スクを設置せず、印刷を行った。印刷条件及び乾燥条件は実施例１と同様である。印刷工
程の後に乾燥された発光層の膜厚は、１ライン目の最小膜厚は１００ｎｍであったが、２
ライン目の最小膜厚は８０ｎｍであった。
【０１１２】
　このように得られた有機ＥＬ素子の全ラインを駆動したところ、７Ｖの駆動電圧で、６
３０ｃｄ／ｃｍ２の輝度が得られ、発光効率は１０ｃｄ／Ａであった。陽極側の取り出し
電極を選別し、印刷１回目（１ライン目）のみ発光させた場合、７Ｖの駆動電圧で３８０
ｃｄ／ｃｍ2、印刷２回目（２ライン目）のみ発光させた場合、７Ｖの駆動電圧で２５０
ｃｄ／ｃｍ2の発光となった。２ライン目の発光状態を確認したところ、発光箇所が片側
に偏っており発光領域が狭まっていた。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、有機ＥＬ素子の発光媒体層を構成する少なくとも一層が印刷法により形成さ
れる有機ＥＬ表示装置の製造方法に有用である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１１…基板
　１２…第一電極
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　１４…正孔輸送層
　１５…インターレイヤ
　１６…発光層
　１７…第二電極
　１９…発光媒体層
　２１…樹脂層
　２３…隔壁
　２３Ａ…第一隔壁
　２３Ｂ…第二隔壁
　２６…封止キャップ
　２８…封止体
　２９…封止板
　３１…反射層
　３２…凹部
　３３…保護マスク
　３４…保護マスク
　５０，５１…有機ＥＬ表示装置
　７００…凸版印刷装置
　７０２…被印刷基板
　７０５…アニロックスロール
　７０６…ドクタ
　７０７…凸版
　７０８…版胴
　７０９…インキ層

【図１】 【図２】
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